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FTOCYLRAPCTBEHHU HDB H CTAHAAP

YCTPOHUCTBA TEPMOINEKTPHHECKMUE '-OCT

rONYNPOBO AHUKOBLIE 1857780

TepMHHBLI M onpeaeneHMs

Thermoelectric semiconductor devices.
. B3ameH

lNocrakosneHmem locypapcrseHHoro komurera CCCP no cranpgapram or 31 mapra

1980 r. Ne 1432 ¢cpoK BBejeHMS YCTAHOBMEH
c 01.07 1981 r.

Hacrodiiuu cTanaiapT yCTaHAaBJHBAET IPUMEHsEMbEIEe B Hayke, TeX-
HUKe H TIPOU3BOACTBE TEPMHUHBI U OMNpejesieHHsd OCHOBHBIX MOHATUH
MOJYIPOBOJAHHKOBBIX TEPMOSJEKTPHUECKHX YCTPOHCTB.

TepMHHBI, YCTAHOBJIEHHBIe CTAHAAPTOM, 00sI3aTe/IbHBI AJAA IpUMe-
HeHHS B JOKYMEHTAallMH BCeX BUJAO0B, HAYYHO-TEXHUUYECKOH, YUEOHOH U
CIpaBOYHOM JIUTEPATYPE.

[l1g KaXaoro MOHATHSI YCTAHOBJIEH OAMH CTaHLAapPTH30BAaHHLIA Tep-
MHH. llpuMeHeHHe TepMHHOB—CHHOHHUMOB CTaHLapTHU30BAHHOIO Tep-
MHHa 3amnpenlaetrcs. HenonycTHMble K IPHMEHEHHIO TEPMHHBI-CHHOHH-
Mbl NIPUBEJEHH B CTaHAZapTe B KauyeCTBe CNPaBOYHBIX H OOO3HAUYEHHI
«Hnom.

Il OTHEeNbHBIX CTAaHAAPTH30BAHHBIX TEPMHHOB B CTaHAApTe MpPHU-
BeleHH B KAauyecTBe CNPABOYHbIX KparTkHe (GOPMBI, KOTOPLIE pa3peuia-
eTCSI NMPHMEHATL B CJAyYasX, UCKJIIOYAKUIHX BO3MOXKHOCTL HX pas3jiuy-
HOrO TOJKOBAHUs. YCTAHOBJIEHHBIE ONpeesieHHs MOXKHO, npu HeoHXo-
OIUMOCTH, H3MEHATb N0 (GopMe H3JIOXKEHHs, He JonyckKasd HapyLIeHHS
rPaHHL TIOHATHH.

B cayuasaX, koraa HeoOXoAMMble H HOCTATOYHBIE ITPH3HAKH IOHS-
TUA colxepkarcd B OYKBaJbHOM 3HAauYeHHUH TEPMHHA, ONpele/ieHHEe He
NpUBELEHO, U, COOTBETCTBEHHO, B rpade «OmnpeneseHnes MOCTaBJEH
[IpOYePK.

B crangpapTe B KayeCcTBe CIPaBOYHBIX NPUBEACHH HHOCTPAHHHIE 3K-
BUBAJEHTBHl IJI psAla CTaHAAaPTHU30BAHHBIX TEPMHHOB Ha HEMEIKOM
(D), aurauiickom (E) u dpannysckom (F) s3nikax.

B crangapTe npHBeLeHH aJjq(aBUTHBIE YKa3aTeaH COAepXKalluXCHd
B HeM TePMHHOB Ha PYCCKOM si3blK€ ¥ UX HHOCTPAHHBIX 3KBHBAJIEHTOB.

H3naHme oduuManbHoe [lepeneyarka BocnpeuleHa

x
[Tepeusdarue. Hoabps 1980 ¢.

© WUspatenbctso crangaprtos, 1981
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CraHpapTH30BAHHBIE TEPMHHBI HAODPaHLI IMOJIYKHPHBIM LIDH@TOM,
HX KpaTkKasg (gopMa — CBETJBIM, a2 HEJAONYCTHMBIE CHHOHMMB — KVYP-

CHBOM.

TepMHH Oupeneneyue
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YCTPOHCTBO, JeHCTBHEe KOTOpPOro OCHO-
BAHO HAa HCOOJb3OBAHHUH TEPMO3JEKTPHYE-
ckuX 3¢dexkToB [lenbThe uIH 3eebeKa B
NOAYNPOBOLHHKAX, MNpeldHA3HAYECHHOC A/

1. MonynpoOBOOHHKOBOE  TepMO3JjeK-
TpUYEeCKOe YCTpPOHUCTBO
TepMoaJieKTpHYeCKOe  YCTPOHCTBO

D. Halbleiterthermoelektrische

Anordnung MOJYUYEHHST TENJOTH WM XOJOAA ¢ HCMOJb-
E. Semiconductor thermoelectric | 30BaHueM 3JEKTPHUYECKOH 3SHEPrHH uJjH TO-
device JAYYEHHUSI JIeKTPUUECKOH 3HEPTHH C UCMOJIb-
F. Dispositii  thermo-electrique 4 | 30BaHHeM TellJIOBOH
semiconducteurs
2. TlonynpoBOAHUKOBbIH TepMOoaJie- llonynpoBOAHHKOBOE  TepMO3jIckTpHUe-
MEHT CKOe YCTPOHUCTBO, BKJloyamllee OAHY MO-
TepMmosneMeHT JOXKHTEJbHYIO H OJHY OTPHLATEIbHyH BET-

D. Halbleiterthermoelement BYU, 3JEKTPHUYCCKH COeJHHeHHHE aocaelo-

E. Semiconductor thermoelement BaTeJbHO

F. Thermo-¢lément a semiconduc-
feurs

3. KacKaanblii NOJAYNIPOBOAHUKOBDI [lonynpoBOAHRKOBLIH TEPMO3JEMEHT,
TEePMO3JeMeHT BeTBH KOTOpPOTO COCTOSIT M3 MaTepHaJ/oOB C

Pa3JUYHBIMH TEePpMO3JEKTPHYECKHMH CBOH-
CTBaMH, pachnoJjaraeMbix InocCJef0oBaT2/bHO
BJXOJIb TOKOBOU BBICOTHI BETBH

KacxanHblli TepMO3JIeMeHT

D. Mehrstufige Halbleiterthermo-
element

E. Multistaged semiconductor ther-
moelement

FF. Thermo-€lément 2 semiconduc-
teurs en cascade

lloaynpoBOAHKUKOBOE  TEPMO3JeKTPHYE-

4. TlonynpoBoaHukosas TepModaTa-
CKOe YCTPOMCTBO. IpeIcTaBJsiollee COBO-

pes
TepmobOaTtapex KYIMHOCTh 3JIEKTPHUECKH COE€IHHEHHBIX TIO-
D. Halbleiterthermoelektrische JYINIPOBOOHHKOBBIX TepMO3JIeMeHTOB B €1H-
Batterie HOM KOHCTPYKTHBHOM HCNOJHEHHH
E. Semiconductor thermoelectric
pile
I. Pile thermo-élecfrique 3 semi-
conducteurs
5. MoaynpOBOAHHKOBbIM TepMOIEKT- YHHPHIHPOBAHHAA NOAYIPOBOLHUKOBASH

TepMO3N2KTPUUECKHH MOAYJb
D. Halbleiterthermoelekirische

Modul
E. Semiconductor thermoelectric

module ..
F. Module thermo-électrique a2 semi-

pHYECKHH MOAYJb TepMobaTapes
conducteurs }
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7. Yacxkapnas  noaynposony

. PIJIeK-
FHHGAVNPpOBOAHUKOBLIK  TEpPM

TPYUeCKUH 0.10K
TepMolJ0oK

Halbleiterthermoelektrische
B]oc.k lectric
Semiconductor thermoe
gy .
bio"’“"‘ ,. . . semli-
. Bic:  thermo-electrique a
ccncucteurs
JKOBanN

repmodaTapes
hackajaHada TepmobaTapes
D. Zalbleiterthermoelektrisché
Waskadenbatterie
E. Cascaded semiconductor
nite :
. Piie thermc-électrique a ngmcon
T.Cleurs en cascade

(f1ermo-

rep-
1pOBOAHUKOBOrY

D. Ha}bleiterthermoelementscr‘en-

kel
E. Zeg of a semiconductor !
element 3 se-
F. Branch de thermo-élémen?
miconducteurs .

hermo-

JAVIIDO-
9. ITonoxureabuas BeTBb ﬂgay P

BOOHUKOBOTO TepMoOajJeMeH”
IonoxuTte1pHasi BETBb

D. p-leitender Schenkel des
elements

E. p-type leg of a thermoeler
F. Branch positif de thermo-¢

,rhermo-

ent
lément

[C. OTpuuarenbHas BeTBb HOJ;ynpo-
BOOHHUKOBOTO TepMoanemeﬁ’f
OTtpHuaTenbHad BeTBb

D. n-leitender Schenkel des
elements

E. n-type leg ol a thermoeles

. e eaalill del e

ment

,fhermo-

ent
0-¢lé-

[{oNynpOBOAHUKOBOE  TCPMO3INEKTDIHUE-
CKO€ YCTPOIICTBO, BXJOuawlUlee OJIHY HJU
[IECKOJIBKO  3JIEKTPHUCCKH  COeaUHEeHHBIX
[IOJYNIPOBOAHHKOBBLIX TepmodaTapeil B eIH-
HOM KOHCTPYKTHBHOM HCIOJHEHHH C CHCTE-
MOH TenjoooMmelia

“110AYNIPOBOAHHUROB0E  ~ TEPMOIIERTPRUE-
CKO€ YCTPOHCTBO, COCTOslee H3 JABYX HJH
OoJjiee TepmoOaTapel, COeANUHCHHBIX KOHCT-
DYKTHBHO MeXIy COOOIl B CTVICHH TepMO-
3JEKTPHUECKOTrO Kackaza TakHM o00pasowm,
YTO TEeIJONOrJOUlalolilie cral TepModarTa-
peld KaxKAOoH CTYICHH HAaXOJATCS B TENJO-
BOM KOHTakKTe C TeNJAOBBLAeJAIIHUMH Cla-
MU TepMmolaTapell MpeAblAYLled CTYHNEeHH.
[Ipumeuanue. Hywuepauus cryre-
Hel TepMO3JeKTPHUYEeCKOro Kackajaa Ipo-
H3BOJUTCA B HaIpaBJeHHH OT TelJolo-
rJIOUIAMollero, chafd, HaxoQfLierocad B
KOHTaKTe ¢ QOBEeKTOM OXJaiKICHHUS

CocraBuad 4YacTb MOOJVIPOBOAHHKOBOTO
TepMO3JEMEeHTa, MaTepHaa KOTOpou o00Ja-
JaeT 3JeKTPOHHOH HJAH LBIPOYHOH 3JIEKTPO-
[IPOBOJHOCTBIO

BeTsb MQJAYVOPOBOIHIKOBOTO TepMO3JIe-
MeHTa, MaTepHaJd KOoTopod obJjajgaeT JHi-
DOYHOHU 3JICKTPOIPOBOLHOCTLIO

BeTBp mnoaynposogHHKOBOTO TepMO3Je-
MEHTA, MaTepiaj KOTOpoH objajaeTr 3JekK-
TPOHHOH 3JIEKTPOIIPOBOJHOCTLIO

et st
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TepMmun Onpenelenne
[1. KoHtakrHas naacTdHa noayapo- CocTaBHad YacTb NOJYNPOBOAHHKOBOTO
BOIHHKOBOI'0O TEPMOIJNEMEHTA TEPMO3JIEMEHTa, 3JIeKTPHYEeCKH COedHHSAIO-
KodTakTHas maacTHHA Il1ad ero BeTBH MeEXKAY Co0oil

Han, Kommyrayuoxrnasa naactu-

Ha

D. Kontaktbriicke des Halbleiter-
thermoelements

E. Contact plate of a semiconductor
thermoelement

F. Plaque de contact de thermo-élé-
ment a semiconducteurs

12. Cnak noJaynpoBOAHMKOBOro Tep- §0Ha IJICKTPHUYECKOTrO CcOedHHeHUSA BeET-
MO3JeMeHTA BCH TIOJNYNPOBOAHHKOBOI'O TEPMO3JeMenTa
Cna#

D. Zotstelle des Halbleiterthermo-
elements

E. Junction of a semiconductor
thermoelement

F. Soudure de thermo-¢élément

13. Tenaonornomaiomui cnaim noay-
NPOBOAHUKOBOr0 TEPMO3JEMEHTA
Tenaonoraomarwunid cnai
Han. Xoaoownwtii cnail

D. Warmeauinahmende Z0tstelle
des Halbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se-
miconductor thermoelement

F. Soudure a absorption de chaleur
de thermo-élément a semiconduc-
teurs

14. Tennoppiaenswuuii cnain noay-
IIPOBONHUKOBOTO TEPMOIJEMEHTA
TennoBelAeASIOUIKE ClIak
Han. Nopauud cnail

D. Warmeabgebende Zotstelle des
Halbleiterthermoyelemenis

E. Heatremoving junction of a semi-
conductor thermoelement

F. Soudure a extraction de chaleur
de thermo-élément a semiconduc-

teurs

15. Tennonepepawumass nNOBEepPXHOCTD [IoBepXHOCTD MONYNPOBOIHHKOBOrO Tep-
NOAyNpOBOAHHKOBOr0 TEepMO3J€K- | MO3JNIEKTPHUECKOro MoAV.asi, o0pa3oBaHHad
TPHUYECKOro MOAYJIs COBOKYIMTHOCTBI0 KOHTAKTHHX TMJAACTHH

Tennonepenaioiias  NOBepXHOCTE
D. Wiarmeiibertragende  Oberfldche

des Halbleiterthermoelektrischen
Moduls



TepumHH

E. Heat {rausfer surface of a semi-
conductor thermoelectric module
F. Surface de chauife de module

thermo-electrique a semiconduc-

teurs

16. DAEKTPOH3OJHPOBAHHLIH  TEMJIO-
nepexon, NOJAYNPOBOJHHKOBOT O
TEPMOJIEKTPUYECKOTO0  YCTPOMHCT-
Ba
Tennonepexon

17. ToKoBbIH BbIBOA MOAYIPOBOAHH-
KOBOro TEPMOIJEKTPHUECKOTO YCT-
pOHCTBA
ToxoBBIH BMBO

D. Stromkontakt der Halbleiterther-

moelektrischen Anordnung

E. Current terminal of a semicon-
ductor thermoelectric device

F. Borne de dispositif thermo-élect-
rique a semiconducteurs

18. OTrpuuare/ibHbli TOKOBbLI BbIBOJ,
NOJYNpPOBOAHHKOBOTO TepPMOIJEKT-
pHYECKOr0o YCTPOHCTBa
OTpuuate1bHBIH TOKOBBIE BBIBOL,

D. Negativ Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung

E. Negative current terminal of a
semiconductor thermoelectric
device

F Poéle negatii de dispositif thermo-
électrique a semiconducteurs

19, IToN0XHUTEJNbHbIK TOKOBBIH Bbi-
BOA IOJYNPOBOIHUKOBOrO Tep-
MO3JIEKTPHYECKOr0 YCTPOWCTBA
[lonoxuTeNbHBIH TOKOBBLIH BBIBOI

D. Positiv Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung

E. Positive current terminal of 1
semiconductor thermoelectric
device

F. Pole positif de dispositif thermo-

-

eléctrique a semiconducteurs

FOCT 18577—80 Crp. S

Ornpenesenne

el S _

CocTaBHas YacTb TNOJAYIPOBOLHHKOBOIO
TePMO3JIEKTPHUYECKOro yCTpoicTBa, obecre-
yHBawlIasag 3JMeKTPHYECKYICO H3OJALHIO ero
TEPMO3JIEMEHTOB OT 00BeKTa  TeMmJOBOTro
BO3JIEHCTBHSE MJIH CUCTEMH TemjooOMeHa
H oOsiagarouias 3aladHO# TeNJIONPOBOIH-
MOCTbIO B HAaNpaBJeHHH rpajHeHTa TeMIle-

PATVDPLI

BriBog  BeTBH
TCPMO3JIeNEHTa,
COeIHHEeHHS C BHeluHeH
1HeNbio

TTOJIYIIPOBOXHHKOBOIO
nnpeAHa3HayeHHHH  JJid
3JEeKTPHYECKOH

TOKOBBII BBIBOI TIOJICIKUTEJNBHOH BeTBH
MOJYNPOBOAHHKOBOTO TepPMO3JeMeHTAa
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1 2pMAt Ornpepentune
20 ToxkoBas BbsicOTa neTsan noaynpo- anna NyTH ToOKa B BCTBII MOJYTPOBO/-
BOAHUKOBOTO TEPMO3JEMEHTA HIIKOBOI'O TepMOa3JeMeHTA

ToKOBas BHCOTA BETBHU
D. Thermoelementschenkelhohe
E. Height of a thermoelementleg
F. Hauteur de branch de thermo-

elément

21. ToKOBOe cedeHU2 BETBH MOJYIPO- CeuyeHde  BeTBH  IOJYIPOBOAHHKOBOIO
BOAHHKOBOTO TepMO3AeMeHTa TepMO3JIEMeHTa, onpelensemMoe MO HOpMa-
ToxoBoe csuauile BEeTBH JII K BeKTOPHOII JHHHH TOKA

D. Thermoeiementzchenkelquer-
schnitt

E. Cross-section of a thermoele-
mentleg

F. Section de oranch de thermo-élé-
ment
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AN ABUTHBIA YKA3ATEJb TEPMUHOE
HA PYCCKOM SA3bIKE

biaok TEPMO3JIEKTPHUYECKHH MNOJYNPOBOAHHKOBBIH

BeTBb oTpHLATENBHAS

BerBb mosoKHUTesbHAS

Bersb noAynpoBOAHHKOBOT 0 TEPMO3JEMEHTA

BerBb NoJynpoBOAHHKOBOro TepMO3JEMEHTA OTPHLATE/bHAS
BeTsb nosynpOBOAHUKOBOro TEPMOIJIEMEHTA NMOJOKUTENbHASA
BeTsb TeDMO3/1eMEHTA

BBIBOJ TOKOBBIH

BriBOg TOKOBBIH OTPHLATEJEHBIH

BriBox TOKOBBIT ITOJOXKHUTENEL HbIH

BoiBog noAYyNPOBOAHUKOBOrO TEpPMO3NEKTPUUECKOTO YCTPOUCTRA
TOKOBbIH

BoiBon noJyNpOBOJAHHKOBOTO TEPMOIJIEKTPHUECKOT0 YCTPOHCTBA
TOKOBbI}i OTPHIATEJbHDI

Boigon noJynpoOBOAHHKOBOrO TEPMOAJNEKTPHUYECKOTO0 YCTPOHCTBA
TOKOBBIji MOJMOKUATEJNbHbI

BricOTa BeTBH TOKOBaf

BbicOTa BeTBH NOJYHNPOBOXHHKOBOI0 TepMO3JEMEHTa TOKOBas
MoLynbr TepMO3JIEKTpHUYECKHUH

Moayab TEPMOINEKTPUUECKHH MOJYNPOBOLHHKOBLIK

I[IracTuna KOMMYTAYUOHHAA

Ilnactuna KOHTakKTHa

[lnacTuHa nMoaynpoBOAHUKOBOr0 TEPMO3JeMEHTA KOHTAKTHAA
[loBepXHOCTb MOJNYNPOBOAHUKOBOro T€PMO3JEKTPHYECKOro MOAYid
TEINJOMNepeaaloLas

i loBepXHCCTL Temgonepenaloas

CedeHde BETBH TOKOBOE

CeueHne BETBM NOJYIMPOBOAHHKOBOro TepmMO3JE€MEHTA TOKOBOE
Cnait

Cnai ecopavut

Cnan NOJynpoBOAHHKOBOrg TepmoOaJieMeHTa

(nai nmoaynpoOBOAHHKOBOrG TepMO3JEMEHTA TEMNOBBIIEJSIOIWKH
Cnay noaynpoBOAHHKOBOro TEePpMO3IJEMEHTA TEIVIONOTJA0ILAI0LHH
Crnaf TenJjioBbl LeJISIOM HH

Cnail TenacnorJioniamoului

Cnail Xo0ar00HbLL

Tennonepexon

Tennonepexon nonynpoOBOAHUKOBOTO TEPMO3JEKTPHUECKOro YCT-
POHCTBa 3NIEKTPOU3OJHPOBAHHDIH

Tepmobarapes

TepmoOartapess kackaaHad

TepmodaTapes noaynpoBoaHHKOBAA

TepmoOaTapes noaynpoBOAHMKOBAS KaCKajaHasg

Tepmobiiok

TepmosneMenrt

TepmosneMeHT KackaHBIH

TepMO3JEMEHT NMOJYNPOBOAHHKOBbIH

TepmoO3neMeHT MNOJYNPOBOJAHUKOBbIH KacKaHbIH

Y TP OHCTBO TE€PMCIJNEKTPHUYECKOE

YCTpoiicTBO TEPMOIJIEKTPHUYECKOe TMNMONAYNPOBOAHHKOBOE

s = () DN W N QN N =
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ATIOABUTHDIA YKA3ATENb TEPMHUHOB
HA HEMELLKOM SI3bIKE

Halbleiterthermoelektrische Anordnung
Halbleiterthermoeléktrische Batterie
Halbleiterthermoelektrische Block |
Halbleiterthermoelektrische Kaskadenbatterie
Halbleiterthermoelektrische Modul
Halbleiterthermoelement
Halbleiterthermoelementschenkel
Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements
Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Mehrstufige Halbleiterthermoelement
n-ieilender Schenke! des Thermoelements
Negativ Stromkontakt der Halblziterthermoelektrischen Anord-

nung

p-leitender Schenkel des Thermoelements |
Positiv Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-

nun

Str('i%nkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anordnung
Thermoelementschenkelhohe

Thermoelementschenkelquerschnitt

Wirmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Wirmeaufndhmende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Warmeiibertragende Oberfldche des Halbleiterthermoelektrischen

Moduls

ANOABUTHLIA YKA3ATEJIb TEPMUHOB
HA AHTIIMACKOM A3bIKE

Cascaded semiconductor thermopile
Contact plate of a semiconductor thermoelement

Cross-section of a thermoelementleg
Current terminal of a semiconductor thermoelectric device

Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement
Heatremoving junction of a semiconductor thermoelement
Height of a thermoelementleg

Junction of a semiconductor thermoelement

Zeg of a semiconductor thermoelement

Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
thermoelement

Negative current terminal of a semiconductor thermoelectric
device

p-type leg of a thermoelement

Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Semiconductor thermoelectric block

Semiconductor thermoelectric device

Semiconductor thermoelectric module

Semiconductor thermoelectric pile

Semiconductor thermoelement
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ANIDABUTHDBIN YKA3ATENb TEPMMHOB
HA ®DPAHLY3CKOM A3bIKE

Bloc thermo-c¢lectrique a semiconducteurs

Borne de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Branch de thermo-élément a semiconducteurs

Branch negatii de thermo-élément

Branch positif de thermo-élément

Dispositif thermo-électrique a semiconducteurs

Hauteur de branch de thermo-élément

Module thermo- -electrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs en cascade

Plaque de contact de thermo-élément a semiconducteurs

Pole negatif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Pole positif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Seclion de branch de thermo-élément

Soudure a absorption de chaleur de thermo-élément a semicomn-
ducteurs

Soudure a extraction de chaleur de thermo-élément a semicon-
ducteurs

Soudure de thermo-élément

Surface de chauffe de module thermo-électrique a semiconduc-
teurs

Thermo-€élément a semiconducteurs

Thermo-élement a semiconducteurs en cascade
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